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(57)摘要

本申请涉及碳化硅加工技术领域，一种用于

半导体碳化硅加工的外圆磨床，包括底板、驱动

电机、夹持机构和打磨机构，底板的顶部安装有

第一支架，底部安装有第二支架，驱动电机安装

在第二支架上，且驱动电机的输出轴贯穿底板与

打磨机构连接，夹持机构包括主动旋转部和从动

旋转部，其中主动旋转部上的第一夹板和从动旋

转部上的第二夹板对称分布，第一支架上还安装

有定位装置，定位装置包括支撑杆、螺杆和推板，

其中支撑杆采用十字形机构，包括横杆和纵杆，

其中横杆上设置有刻度，螺杆贯穿纵杆且与横杆

平行，推板安装在螺杆靠近从动旋转部的一端，

定位装置对称安装在第二夹板的两端。本申请有

效提高碳化硅晶片的加工效率和加工质量。
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1.一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，包括底板（1）、驱动电机（2）、夹持机构（3）

和打磨机构（4），其特征在于：所述底板（1）的顶部安装有第一支架（11），底部安装有第二支

架（12），所述驱动电机（2）安装在第二支架（12）上，且驱动电机（2）的输出轴（21）贯穿底板

（1）与打磨机构（4）连接，所述夹持机构（3）包括安装在底板（1）上的主动旋转部（13）和安装

在第一支架（11）上的从动旋转部（111），其中主动旋转部（13）上的第一夹板（131）和从动旋

转部（111）上的第二夹板（1111）对称分布，所述第一支架（11）上还安装有定位装置（5），所

述定位装置（5）包括支撑杆（51）、螺杆（52）和推板（53），其中支撑杆（51）采用十字形机构，

包括横杆（511）和纵杆（512），其中横杆（511）上设置有刻度，所述螺杆（52）贯穿纵杆（512）

且与横杆（511）平行，所述推板（53）安装在螺杆（52）靠近从动旋转部（111）的一端，所述定

位装置（5）对称安装在第二夹板（1111）的两端。

2.根据权利要求1所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述第

一支架（11）和第二支架（12）均采用“L”形结构，其中第一支架（11）远离底板（1）的一端内设

置有从动旋转部（111），包括开设在第一支架（11）内的圆形空腔（1112），所述圆形空腔

（1112）内安装有与圆形空腔（1112）侧壁转动连接的转盘（1113），所述转盘（1113）中心安装

有第一转轴（1114），其中第一转轴（1114）的底部安装有伸缩杆（1115），且伸缩杆（1115）的

底部安装有第二夹板（1111）。

3.根据权利要求1所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述第

二支架（12）远离底板（1）的一端上安装有驱动电机（2），所述驱动电机（2）的输出轴（21）上

安装有传动齿轮（22）和打磨轮（41），其中传动齿轮（22）位于底板（1）下方，打磨轮（41）位于

底板（1）上方。

4.根据权利要求3所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述主

动旋转部（13）包括第二转轴（132）、从动齿轮（133）和第一夹板（131），所述第二转轴（132）

贯穿底板（1），且第二转轴（132）的顶部固定有第一夹板（131），底部固定有的从动齿轮

（133）与传动齿轮（22）啮合。

5.根据权利要求1所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述打

磨机构（4）包括打磨轮（41）、从动打磨机构（6）和打磨带（42），其中从动打磨机构（6）相对于

主动旋转部（13）与打磨轮（41）呈对称分布，所述从动打磨机构（6）包括顶部的轮体（61）和

底部的转动机构（62）。

6.根据权利要求5所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述打

磨轮（41）和轮体（61）之间安装有打磨带（42），其中打磨带（42）呈环形，且定位装置（5）设置

在打磨带（42）内侧。

7.根据权利要求5所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述转

动机构（62）包括转轴（621）和支撑架（622），其中转轴（621）通过轴承与底板（1）的顶部转动

连接，所述支撑架（622）通过轴承与转轴（621）的中间段转动连接。

8.根据权利要求1所述的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，其特征在于：所述底

板（1）底部设置有支撑腿（14），且支撑腿（14）的底部设置耐磨垫（141）。
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一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床

技术领域

[0001] 本申请涉及碳化硅加工技术领域，尤其是涉及一种用于半导体碳化硅加工的外圆

磨床。

背景技术

[0002] 外圆磨床是加工工件圆柱形、圆锥形或其他形状素线展成的外表面和轴肩端面的

磨床；使用最广泛，能够加工各种圆柱形外表面及轴肩端面磨床，在所有的磨床中，外圆磨

床是应用得最广泛的一类机床，它一般是由基础部分的铸铁床身，工作台，支承并带动工件

旋转的头架、尾座、安装磨削砂轮的砂轮架，控制磨削工件尺寸的横向进给机构，控制机床

运动部件动作的电器和液压装置等主要部件组成。

[0003] 中国专利CN213917590U属于外圆磨床技术领域，尤其为一种用于半导体单晶硅加

工用外圆磨床，针对在现有技术中的外圆磨床不能精确的对半导体单晶硅外圈进行加工，

对半导体单晶硅的加工质量差的问题，现提出如下方案，其包括底板，所述底板的底部四角

均固定安装有支腿，底板的顶部转动安装有第一转轴，第一转轴的顶端固定安装有第一夹

板，底板的顶部一侧固定安装有支撑板，支撑板的顶部固定安装有顶板，顶板的底部转动安

装有第二转轴的顶端，第二转轴的底端固定安装有电动伸缩杆，电动伸缩杆的活塞轴上固

定连接有第二夹板。本实用新型结构设计合理，操作简单，便于对半导体单晶硅的外圈进行

打磨加工，且提高了对半导体单晶硅的打磨效果。

[0004] 圆柱形半导体的加工就需要用到上述外圆磨床，目前传统的外圆磨床在打磨单晶

硅上下表面时精度较高，但是外圆磨床在打磨圆柱形的单晶硅的周圈外圆壁时，由于圆柱

形单晶硅上无圆心标记点，使得在固定圆柱形单晶硅时，无法快速精确的将碳化硅晶片的

中心与第一夹板和第二夹板的中心对应，使得加工圆柱体碳化硅的效率较慢，同时加工精

度不高。

实用新型内容

[0005] 为了克服现有技术中存在的问题，本申请提供一种用于半导体碳化硅加工的外圆

磨床。

[0006] 本申请提供的一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床采用如下的技术方案：

[0007] 一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，包括底板、驱动电机、夹持机构和打磨机

构，底板的顶部安装有第一支架，底部安装有第二支架，驱动电机安装在第二支架上，且驱

动电机的输出轴贯穿底板与打磨机构连接，夹持机构包括安装在底板上的主动旋转部和安

装在第一支架上的从动旋转部，其中主动旋转部上的第一夹板和从动旋转部上的第二夹板

对称分布，第一支架上还安装有定位装置，定位装置包括支撑杆、螺杆和推板，其中支撑杆

采用十字形机构，包括横杆和纵杆，其中横杆上设置有刻度，螺杆贯穿纵杆且与横杆平行，

推板安装在螺杆靠近从动旋转部的一端，定位装置对称安装在第二夹板的两端。

[0008] 通过采用上述技术方案，底板底部的第二支架上的驱动电机通过输出轴驱动打磨
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机构和主动旋转部转动，主动旋转部与从动旋转部对晶片进行夹持，打磨机构对晶片进行

打磨。在第一支架上安装的定位装置通过螺杆转动推动推板对晶片进行限位，推板通过螺

杆的推动在支撑杆的横杆上进行移动，横杆上设有的刻度能够指示推板的位置，让对称设

置在第二夹板两端的定位装置将晶片的中心与第二夹板和第一夹板的中心对应，从而有效

提高晶片加工效率和加工精度。

[0009] 优选的，第一支架和第二支架均采用“L”形结构，其中第一支架远离底板的一端内

设置有从动旋转部，包括开设在第一支架内的圆形空腔，圆形空腔内安装有与圆形空腔侧

壁转动连接的转盘，转盘中心安装有第一转轴，其中第一转轴的底部安装有伸缩杆，且伸缩

杆的底部安装有第二夹板。

[0010] 通过采用上述技术方案，第一支架设置的从动旋转部能够通过伸缩杆控制第二夹

板的升降，从而实现晶片在第一夹板上的取放，第一夹板和第二夹板夹持晶片之后，主动旋

转架上的第一夹板能够带动整个从动旋转架转动，从动旋转架上通过第二夹板带动伸缩杆

和第一转动，第一转轴通过转盘进行在第一支架的圆形空腔中进行转动，从而实现从动旋

转架和主动旋转架的同步转动。

[0011] 优选的，第二支架远离底板的一端上安装有驱动电机，驱动电机的输出轴上安装

有传动齿轮和打磨轮，其中传动齿轮位于底板下方，打磨轮位于底板上方。

[0012] 通过采用上述技术方案，第一支架上安装的驱动电机通过输出轴上传动齿轮驱动

主动旋转部，打磨轮驱动打磨机构，实现打磨机构和晶片的反向转动，有效的提高对碳化硅

晶片的打磨效果。

[0013] 优选的，主动旋转部包括第二转轴、从动齿轮和第一夹板，第二转轴贯穿底板，且

第二转轴的顶部固定有第一夹板，底部固定有的从动齿轮与传动齿轮啮合。

[0014] 通过采用上述技术方案，主动旋转部中通过从动齿轮与驱动电机输出轴上的驱动

齿轮进行啮合传动，实现输出轴上的打磨轮与主动旋转部的转动方向相反，提高打磨效果。

第二转轴上安装的第一夹板负责配合从动旋转部对晶片进行夹持。

[0015] 优选的，打磨机构包括打磨轮、从动打磨机构和打磨带，其中从动打磨机构相对于

主动旋转部与打磨轮呈对称分布，从动打磨机构包括顶部的轮体和底部的转动机构。

[0016] 通过采用上述技术方案，打磨机构中的打磨轮通过驱动电机的输出轴进行驱动，

带动与从动打磨机构连接的打磨带转动，打磨带对晶片进行打磨，同时伴随着晶片的自转，

能够实现较好的打磨效果。

[0017] 优选的，打磨轮和轮体之间安装有打磨带，其中打磨带呈环形，且定位装置设置在

打磨带内侧。

[0018] 通过采用上述技术方案，打磨轮和轮体之间设置的打磨带采用环形结构，能够从

晶片的两侧进行打磨，而设置在环形内部的定位装置不受到打磨机构的影响，并且能够从

两侧对晶片进行限位，在晶片进行转动的过程中，定位装置能够保证晶片处于主动旋转部

和从动旋转部的中心位置。

[0019] 优选的，转动机构包括转轴和支撑架，其中转轴通过轴承与底板的顶部转动连接，

支撑架通过轴承与转轴的中间段转动连接。

[0020] 通过采用上述技术方案，转动机构用于安装打磨机构中的轮体，其中转轴与轮体

之间固定连接，转轴与底板以及支撑架之间转动连接，实现打磨带较为稳定的转动。

说　明　书 2/4 页

4

CN 218081994 U

4



[0021] 优选的，底板底部设置有支撑腿，且支撑腿的底部设置耐磨垫。

[0022] 通过采用上述技术方案，底板底部安装有支撑腿，用于支撑处用于安装第二支架

的位置，支撑腿底部设有的耐磨垫，能够防止外圆磨床在进行打磨的过程中出现移动，提高

打磨的稳定性能。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1 .夹持机构中第二夹板的升降配合夹持第一夹板上的晶片，实现晶片的取放，同

时夹持机构自身带动晶片进行转动，配合打磨机构对晶片的边缘进行高效的打磨；

[0025] 2.第一支架上安装的定位装置通过螺杆转动推动推板对晶片进行限位，推板通过

螺杆的推动在支撑杆的横杆上进行移动，横杆上设有的刻度能够指示推板的位置，能够精

确的调节晶片在夹持机构中的位置，从而提高晶片的打磨精度。

附图说明

[0026] 图1是一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床整体结构示意图；

[0027] 图2是图1中定位装置放大图。

[0028] 附图标记说明：1、底板；11、第一支架；111、从动旋转部；1111、第二夹板；1112、圆

形空腔；1113、转盘；1114、第一转轴；1115、伸缩杆；12、第二支架；13、主动旋转部；14、支撑

腿；141、耐磨垫；131、第一夹板；132、第二转轴；133、从动齿轮；2、驱动电机；21、输出轴；22、

传动齿轮；3、夹持机构；4、打磨机构；41、打磨轮；42、打磨带；5、定位装置；51、支撑杆；511、

横杆；512、纵杆；52、螺杆；53、推板；6、从动打磨机构；61、轮体；62、转动机构；621、转轴；

622、支撑架。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1‑2对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床。

[0031] 参照图1及图2，一种用于半导体碳化硅加工的外圆磨床，包括底板1、驱动电机2、

夹持机构3和打磨机构4，底板1的顶部安装有第一支架11，底部安装有第二支架12，驱动电

机2安装在第二支架12上，且驱动电机2的输出轴21贯穿底板1与打磨机构4连接，夹持机构3

包括安装在底板1上的主动旋转部13和安装在第一支架11上的从动旋转部111，其中主动旋

转部13上的第一夹板131和从动旋转部111上的第二夹板1111对称分布，第一支架11上还安

装有定位装置5，定位装置5包括支撑杆51、螺杆52和推板53，其中支撑杆51采用十字形机

构，包括横杆511和纵杆512，其中横杆511上设置有刻度，螺杆52贯穿纵杆512且与横杆511

平行，推板53安装在螺杆52靠近从动旋转部111的一端，定位装置5对称安装在第二夹板

1111的两端。底板1底部的第二支架12上的驱动电机2通过输出轴21驱动打磨机构4和主动

旋转部13转动，主动旋转部13与从动旋转部111对晶片进行夹持，打磨机构4对晶片进行打

磨。在第一支架11上安装的定位装置5通过螺杆52转动推动推板53对晶片进行限位，推板53

通过螺杆52的推动在支撑杆51的横杆511上进行移动，横杆511上设有的刻度能够指示推板

53的位置，让对称设置在第二夹板1111两端的定位装置5将晶片的中心与第二夹板1111和

第一夹板131的中心对应，从而有效提高晶片加工效率和加工精度。

[0032] 参照图1，第一支架11和第二支架12均采用“L”形结构，其中第一支架11远离底板1
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的一端内设置有从动旋转部111，包括开设在第一支架11内的圆形空腔1112，圆形空腔1112

内安装有与圆形空腔1112侧壁转动连接的转盘1113，转盘1113中心安装有第一转轴1114，

其中第一转轴1114的底部安装有伸缩杆1115，且伸缩杆1115的底部安装有第二夹板1111。

第一支架11设置的从动旋转部111能够通过伸缩杆1115控制第二夹板1111的升降，从而实

现晶片在第一夹板131上的取放，第一夹板131和第二夹板1111夹持晶片之后，主动旋转架

上的第一夹板131能够带动整个从动旋转架转动，从动旋转架上通过第二夹板1111带动伸

缩杆1115和第一转动，第一转轴1114通过转盘1113进行在第一支架11的圆形空腔1112中进

行转动，从而实现从动旋转架和主动旋转架的同步转动。

[0033] 参照图1，第二支架12远离底板1的一端上安装有驱动电机2，驱动电机2的输出轴

21上安装有传动齿轮22和打磨轮41，其中传动齿轮22位于底板1下方，打磨轮41位于底板1

上方。第一支架11上安装的驱动电机2通过输出轴21上传动齿轮22驱动主动旋转部13，打磨

轮41驱动打磨机构4，实现打磨机构4和晶片的反向转动，有效的提高对碳化硅晶片的打磨

效果。

[0034] 参照图1，主动旋转部13包括第二转轴132、从动齿轮133和第一夹板131，第二转轴

132贯穿底板1，且第二转轴132的顶部固定有第一夹板131，底部固定有的从动齿轮133与传

动齿轮22啮合。主动旋转部13中通过从动齿轮133与驱动电机2输出轴21上的驱动齿轮进行

啮合传动，实现输出轴21上的打磨轮41与主动旋转部13的转动方向相反，提高打磨效果。第

二转轴132上安装的第一夹板131负责配合从动旋转部111对晶片进行夹持。

[0035] 参照图1，打磨机构4包括打磨轮41、从动打磨机构6和打磨带42，其中从动打磨机

构6相对于主动旋转部13与打磨轮41呈对称分布，从动打磨机构6包括顶部的轮体61和底部

的转动机构62。打磨机构4中的打磨轮41通过驱动电机2的输出轴21进行驱动，带动与从动

打磨机构6连接的打磨带42转动，打磨带42对晶片进行打磨，同时伴随着晶片的自转，能够

实现较好的打磨效果。

[0036] 参照图1，打磨轮41和轮体61之间安装有打磨带42，其中打磨带42呈环形，且定位

装置5设置在打磨带42内侧。打磨轮41和轮体61之间设置的打磨带42采用环形结构，能够从

晶片的两侧进行打磨，而设置在环形内部的定位装置5不受到打磨机构4的影响，并且能够

从两侧对晶片进行限位，在晶片进行转动的过程中，定位装置5能够保证晶片处于主动旋转

部13和从动旋转部111的中心位置。

[0037] 参照图1，转动机构62包括转轴621和支撑架622，其中转轴621通过轴承与底板1的

顶部转动连接，支撑架622通过轴承与转轴621的中间段转动连接。转动机构62用于安装打

磨机构4中的轮体61，其中转轴621与轮体61之间固定连接，转轴621与底板1以及支撑架622

之间转动连接，实现打磨带42较为稳定的转动。

[0038] 参照图1，底板1底部设置有支撑腿14，且支撑腿14的底部设置耐磨垫141。底板1底

部安装有支撑腿14，用于支撑处用于安装第二支架12的位置，支撑腿14底部设有的耐磨垫

141，能够防止外圆磨床在进行打磨的过程中出现移动，提高打磨的稳定性能。

[0039] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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